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報告內容

 公司概述

 財務績效

 產品應用與主要市場展望

 營業聚焦與機會
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信昌電陶
•成立日期 1990年6月

•資本額 新台幣17.2 億

•員工人數 735

•品牌 PDC

•營業額 2025年 NT$40.5億
2026 Q1 NT$ 10.2 億

營運據點
•台灣 桃園廠 / 楊梅廠/六甲廠(預計2027年完工)

•中國 東莞銷售據點/物流中心

生產經歷
•MLCC/CR Since 1990    (36 years) 

•Powder Since 1995    (31 years) 
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百萬元
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自動化設備設計與客製化開發
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資料來源:英飛凌

隨著第三代半導體(GaN,SiC)的普及應用
帶動大尺寸被動元件商機越趨擴大.

(0402) (0603) (0805) (1206) (1808) (2220)
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2015 2025 2026  Q1

營業收入:NT 4.05B
營業毛利率:24.3%
EPS:3.26

營業收入:NT1.01 B
營業毛利率:28.4%
EPS:1.19

- 4G基站
- 伺服器
- Modem/Router/S

TB
- 電源供應器
- 消費電子產品

產品主軸
-元件:工業、網通、車用、醫療、航太用高功率高可靠度
MLCC,CHIP-R

營業收入:NT 2.39B
營業毛利率:18.9%
EPS: 0.74

產品主軸
-元件:工業、網通、消費用高功
率MLCC,CHIP-R ,Inductor

-材料:Disc,MLCC介電陶瓷粉末

800nm 600nm

-材料:Disc,高規格MLCC,LTCC,微波介電陶瓷粉末

400nm 250nm 250nm 200nm

- AI伺服器
- BBU,PD3.1電源
- 電動車
- 工業機器人
- 5G基站
- 醫療、航太
- 智慧電網

- 人型機器人
- 自駕車
- AI 基礎設施
- AI 資料中心
- 低軌衛星
- 電動車無線充
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By Product

By AI

 By Segment
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GB200/GB300
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A 48V DC-DC與中間總線轉換
IBC ( Int er m ediat e Bus Converter)即便在8 0 0 V
架構下( R u b i n ) ，進入C o m p u t e  T r a y 前仍需
降轉至48V，或在G B 3 0 0 中維持 48V 配電

C o m p u t e T r a y （算力托盤)
• P o w e r E n t r y : 48V /HV DC 輸入端濾波。
• S n u b b e r C i r c u i t s : 保護VRM免受電壓尖峰 損害。
• MLCC S p e c : 大量採用1 2 0 6 /1 2 1 0 高容值高可靠度電容

S w i t c h T r a y （交換器托盤)
• F e a t u r e : B o a r d F l e x i n g R i s k （板彎風險）。因風扇震動與氣流，P CB容易微幅變形。
• MLCC 需採用 1 2 0 6 S o f t T e r m i n a t i o n 產品，防止電容龜裂短路。
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1.關節伺服驅動( J oi n t Dr iv er s) ：120-180顆( 1 2 0 6 / 1 2 1 0 X 7 R ) .
2.電源( PSU) : 20~40 顆( 1 8 1 2 / 2 2 2 0 高壓 X 7 T/X 7 R ) .
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250nm

200nm

200nm
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 隨著AI伺服器電源機櫃、 Data center、新能源車之快速成⻑及未來
低軌衛星 、 人形機器人需求可期,PDC主要高功率大尺寸產品需求大
幅增加.

 隨著GaN 、SiC半導體普及,終端產品功率需求率提升,使得SMD高功
率高可靠度被動元件需求大增.

 高可靠度NPO MLCC 取代Film Cap及 X7R,X7T MLCC取代 鋁、鉭電
解電容,應用將大增.

 5G應用之相關射頻元件大量增加，進而帶動LTCC及高頻低介電濾波
應用陶瓷粉末需求增加.
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 MLCC、 Chip-R –
• 針對高成⻑之應用市場領域，持續開發更高功率及高電容量之

MLCC及高功率Chip-R.
• 具材料自主開發及製程技術能力， 可有效配合中高壓及大尺寸

之特殊MLCC導入高附加價值之市場， 及降低成本提升競爭力.

 介電陶瓷粉末 –
• 持續開發高階、高溫、高壓、高容、及特殊應用MLCC介電陶瓷

粉.
• 因應5G與AI應用市場成⻑需求，持續開發高階及特殊應用微波

粉末.
• 持續開發各系列RF/高頻元件用LTCC材料與Cu電極製程MLCC

介電陶瓷粉.
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本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged.  Any unauthorized review, use or distribution by 
anyone other than the intended  recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please  immediately notify 
the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.

Thank you!


